证券代码：688252                          证券简称：天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                        
	投资者关系活动类别

	特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            ☑业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
	国海证券股份有限公司
	深圳汇杰达理私募证券基金管理有限公司

	
	鹏华基金管理有限公司
	浙商证券股份有限公司

	
	华福证券股份有限公司
	中信建投证券股份有限公司

	
	东北证券股份有限公司
	华熙矿业有限公司

	
	广发证券股份有限公司
	深圳市麻王投资集团有限公司

	
	浙江沃金投资管理有限公司
	西安敦成私募基金管理有限公司

	
	招商证券股份有限公司
	中国人保资产管理有限公司

	
	上海宽远资产管理有限公司
	上海嘉世私募基金管理有限公司

	
	山西证券股份有限公司
	山西证券股份有限公司

	
	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
	青岛英轩捷信投资有限公司

	
	鑫睿私募
	上海卓银私募基金管理合伙企业(有限合伙)

	
	中欧基金管理有限公司
	中国国际金融股份有限公司

	
	上海汇瑾股权投资管理有限公司
	北京鼎鬲资本管理有限公司

	
	华安证券股份有限公司
	华西证券股份有限公司

	
	凯联(北京)投资基金管理有限公司
	深圳铜钱资本投资有限公司

	
	东方财富证券股份有限公司
	太平资产管理有限公司

	
	广东正圆私募基金管理有限公司
	观富(北京)资产管理有限公司

	
	珠海德若私募基金管理有限公司
	华西证券股份有限公司

	
	华福证券股份有限公司
	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

	
	ACG MANAGEMENT PTE. LTD.
	国惠(香港)控股有限公司

	
	北京泽铭投资有限公司
	杭州中舍资产管理有限公司

	
	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
	重庆渝汇投资(集团)有限公司

	
	国信证券股份有限公司
	北京中泽控股集团有限公司

	
	华福证券股份有限公司
	中汇人寿保险股份有限公司

	
	深圳中天汇富基金管理有限公司
	玄卜投资(上海)有限公司

	
	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
	银河基金管理有限公司

	
	上海指南行远私募基金管理有限公司
	金鹰基金管理有限公司

	
	上海申银万国证券研究所有限公司
	大湾区发展基金管理有 限公司

	
	苏州君榕资产管理有限公司
	华宝基金管理有限公司

	时间
	2026年10月27日

	地点
	电话交流会

	上市公司接待人员姓名
	董事长：郭英麟
[bookmark: _GoBack]董事会秘书：邓玲玲
投资者关系负责人：陈峰

	投资者关系活动主要内容介绍

	1、公司提到集成RAM的TDDI产品对比板卡存储方案有成本优势，今年前三季度利基存储或大宗存储都有价格上涨，公司这个产品有没有受益于这种存储价格的上涨？影响程度大概在多少？
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司持续推进新产品迭代，通过芯片设计优化和功能集成，在产品性能与系统成本之间形成更具竞争力的解决方案，帮助客户缓解成本上涨压力。例如，公司集成RAM的TDDI新产品，相较采用板卡存储的现有方案具有一定的系统成本优势。在相关存储价格上涨的背景下，这一优势有助于提升产品的市场竞争力。
此外，公司依托芯片设计能力和灵活的运营机制，及时响应市场变化与客户需求，持续优化产品细节和方案适配。相关新品已于今年第三季度开始投放，但实际进展仍需结合客户验证及订单情况确定。感谢您对公司的关注！

2、AMOLED在显示驱动业务中的收入占比大概有多少？前装市场的进展怎么样？
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司主要产品包括智能移动终端显示驱动芯片（含触控与显示驱动集成芯片）、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签驱动芯片四大类，其中AMOLED产品已实现批量出货，多款迭代产品亦通过技术验证步入量产阶段。关于AMOLED在显示驱动业务中的具体收入占比及前装市场进展，公司严格按照信息披露规则，在定期报告中披露分产品经营数据，敬请查阅公司在法定渠道披露的定期报告。公司将持续推进AMOLED产品在手机、穿戴等领域的客户导入与应用拓展。感谢您的支持！

3、公司已经实现四色电子纸驱动芯片规模化量产，并在推进多色及中大尺寸电子纸驱动芯片。请问相关新产品目前处于研发、送样、客户验证还是量产阶段？预计何时能够形成规模收入？相较现有产品，新产品在单颗价值量、毛利率有何提升？
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司电子价签驱动芯片业务的关注。公司已在行业内率先实现全系列内建可多次读写存储单元的四色电子纸驱动芯片规模化量产，并在此基础上积极推进多色电子价签及中大尺寸电子纸驱动芯片的研发与布局。目前多色部分项目已经量产，全彩色整合型驱动芯片项目处于在研阶段，具体进展请以公司定期报告披露为准。新产品将进一步实现更低功耗、更优显示效果及更强驱动能力，有助于丰富公司产品矩阵、拓展应用边界。关于产品单颗价值量及毛利率等经营数据，公司将严格按照信息披露规则，在定期报告中予以披露，敬请关注公司公告。感谢您的支持！

4、公司目前已经从显示驱动加电子价签拓展出第三成长曲线，想了解公司有没有比较中期或者远期的收入规划？账上现金比较多，收并购方面有没有进一步的规划？
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。关于收入规划，公司将继续围绕显示驱动芯片主业，结合下游应用需求变化，推进产品性能优化和应用场景拓展，具体经营数据与战略规划请以公司在法定渠道披露的定期报告为准。关于投资并购，公司将持续紧跟政策导向，积极寻求投资并购项目的机会，寻找符合公司发展战略、增长公司核心竞争力的投资标的。公司将严格按照信息披露规则履行披露义务，相关事项敬请关注公司公告。感谢您的支持！

5、公司外销收入占比较高，目前是否使用远期结汇、期权等外汇衍生工具进行对冲？若有，覆盖比例及对冲成本对财务费用的影响如何？
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。关于外汇衍生工具的使用情况，公司密切关注汇率波动情况，并根据公司外币业务占比及币种等实际情况，与银行充分沟通及开展合作，包括适时结汇、锁汇等，尽可能降低汇率波动对公司的影响。同时，公司也加大了对外币业务占比增加带来的汇兑损益波动应对措施的研究，包括套期保值等风险对冲研究，并正在考虑根据汇率波动采取适当措施减少汇率波动对业绩的影响。关于相关业务的具体覆盖比例及财务影响，敬请查阅公司在法定渠道披露的定期报告。感谢您的支持！

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年10月28日



